


























专利名称(译) 模块化可变形平台

公开(公告)号 US20170367172A1 公开(公告)日 2017-12-21

申请号 US15/535293 申请日 2015-12-14

[标]申请(专利权)人(译) Yee Seow园
YAMA GARY
KIM BONGSANG
SAMARAO阿什温
罗伯特·博世有限公司

申请(专利权)人(译) YAMA，GARY
KIM，BONGSANG
SAMARAO，阿什温
罗伯特·博世有限公司

当前申请(专利权)人(译) YAMA，GARY
KIM，BONGSANG
SAMARAO，阿什温
罗伯特·博世有限公司

[标]发明人 YEE SEOW YUEN
YAMA GARY
KIM BONGSANG
SAMARAO ASHWIN

发明人 YEE, SEOW YUEN
YAMA, GARY
KIM, BONGSANG
SAMARAO, ASHWIN

IPC分类号 H05K1/02 A61B5/11 A61B5/00 A61B5/01 H05K1/14 H05K1/18 H05K3/00 H05K3/28 H05K3/30 H05K1
/03 H05K1/11 H05K3/12

CPC分类号 H05K1/028 A61B2560/0412 H05K1/189 H05K1/0393 H05K1/148 H05K3/005 H05K3/30 H05K3/285 
H05K3/0052 H05K3/0097 H05K3/281 A61B5/6833 A61B5/4519 A61B5/4542 A61B5/11 A61B5/01 
H05K2201/10151 H05K2201/10037 H05K2201/10121 H05K2203/1545 H05K3/1216 A61B2560/0242 
A61B2562/0204 A61B2562/0247 A61B2562/0271 A61B2562/028 A61B2562/029 A61B2562/066 
A61B2562/12 A61B2562/164 H05K1/118 A61B5/0022 A61B5/4528 H01L2924/0002 H05K1/0278 
H05K1/0281 H05K3/0058 H05K2201/053 H05K2201/09063 H05K2203/1453 H01L2924/0001

优先权 62/091690 2014-12-15 US

其他公开文献 US10631401

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

模块化可变形电子平台可附接到可变形表面，例如皮肤。该平台能够承受表面变形和运动，可以弯曲进出平台的平面，而不会妨碍
平台上包括的电子元件的可操作性，并且通过分立的柔性瓷砖的布置形成，相邻瓷砖的角由一个连接而成。柔性连接材料，使得各
个瓷砖可以相对于彼此平移和旋转。设置在单独的瓦片的基部上的互连件通过其连接的角部电连接相邻的瓦片，并且电连接设置在
不同瓦片上的部件。每对相邻的角部连接限定了一个轴线，平台的至少一部分可以围绕该轴线弯曲而不会变形并且不会妨碍瓷砖之
间的连接。瓷砖的柔性材料和/或基底可包括聚对二甲苯。
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